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Polovodicovy releovy spina¢ TRIACSHARPO2A

Jakub Kakona, Miroslav Janas, kaklik@mlab.cz

Je urceny k experimentalnimu spinani vykonového napdjeni pro zafizeni napdjena
pifmo ze sitového rozvodu jakou jsou napiiklad lampy, motory, ventildtory a po-
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Abstrakt

dobné. Modul m4 celkem 8 spinanych vystupu.
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Technické parametry

Parametr Hodnota Poznamka
Napajeci napéti Vee Typicky +5V 10mA /kanél

Ovladani kanala

Open-emiter

Ptizemnénim do nuly

Parametry spinani

max 250V AC @ 8A

spinani v nule




2 Popis konstrukce

Modul je koncipovan, jako spinaci prvek pro experimentalni zatizeni, jako jsou robotické
dalekohledy, méfici pristroje, nebo fidici systémy experimentu.

2.1 Zapojeni

8x LED 8x R0805 8x TRIAC
RED 3mm 180 5202502
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3 Vyroba a testovani

3.1 Osazeni

Na vyvody polovodi¢ovych relé se béhem osazovani navlékd izolaéni podlozka pro LED,
ktera zlepsuje stabilitu a bezpeénost. Pii letovani muze byt prebytecny cin rozlit, po celé
plose odmaskovanych vykonovych ¢asti, coz zlepsuje vykonové parametry plosného spoje.
Po zaletovani vSech spoju je modul zespoudu oSetfen bezbarvym vodoodpudivym lakem.
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Obrazek 1: Rozlozeni soucastek na vrchni a spodni strané plosného spoje modulu.

Oznaceni Typ Pouzdro
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8 LED3 RED 3mm
J1,J3,J4 WAGO 256
J2 JUMP2X10 JUMP2X10
Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8  S202501 SIP4
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 180 R0O805




3.2 Ovéreni funkce

Modul je testovan pripojenim zasuvky se zapojenou lapickou s obycejnou zarovkou.

4 Pouziti modulu

Protoze modul dovede spinat i sitové napéjeci napéti, tak manipulace s nim muze byt
velmi nebezpecna. S modulem proto mohou manipulovat pouze osoby spliujici minimalné
pozadavky Vyhldsky ¢. 50/78 Sb., paragrafu 11.

4.1 Napajeni

Napajeci napéti modulu by mélo odpovidat napédjecimu napéti souvisejici logiky. Rezistory
zapojené v sérii se spinacimi prvky a signalizacnimi diodami LED jsou v zakladnim osazeni
dimenzovéany pro napajeni +5V. Vlivem napétového iibytku na LED ale neni problém na
fidici vstupy pripojit i logiku 3,3V idalni navic je, pokud bude konstruovéana, jako open-
collector nebo open-drain.

4.2 Bezpecnost

Modul ma pouze pracovni izolaci. Z hlediska bezpecnosti se s nim proto musi zachazet,
jako se zafizenim bez izolace. V pripadé stavebnice MLAB to znamend, Zze se musi na
zakladni desku sroubovat za pouziti izolacni podlozky mezi plosnym spojem a zakladni
deskou. Nebo je nutné pouzit cuprexitovou zakladni desku otoc¢enou médénou vrstvou od
plosného spoje modulu, tak aby byly zvySeny izola¢ni parametry zatizeni.

Zaroven vysledné zafizeni musi byt umisténo v elekroinstalacni krabici s krytim a
izolaci odpovidajici pozadavkum zvolené aplikace.
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